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Modulbrucken fOr Smart Labels 



Beschreibung 



Die Erfindung betriffl Modulbrucken fiir Smart Labels zur Positionierung von Chipmodulen 
auf Tragern und zur Qberbruckungsartigen Verbindung von Anschlusselementen der Chip- 
module mit Anschlusselementen von auf oder in den Tragern angeordneten Antennenele- 
menten gemali dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 . 

Smart Labels, die neben einer Antenne auch einen RFID-Chip (Radio Frequency Identificati- 
on-Chip) vorzugsweise aus Silizium umfassen, werden in grofcer StOckzahl mit hoher Pro- 
duktionsgeschwindigkeit hergestellt. Oblicherweise verringern sich die Abmessungen derar- 
tiger Chips durch deren Entwicklung fortlaufend, so dass eine ortsgenaue Positionierung der 
Chips auf einem Antennensubstrat bezQglich Anschlusselemente eines Antennenelementes 
Immer schwieriger und vorrichtungsaufwendiger wird. 

Bisher wurden die RFID-Chips mittels sogenannter Pick-and-Place-Verfahren in einer Flip- 
15 Chip-Technik auf das Antennensubstrat aufgebracht. Hierbei entnimmt ein im Hochprazisi- 
onsbereich arbeitender Roboter einer Silizium-Chip von einem Silizium-Wafer, dreht diesen 
urn 1 80°, so dass die Oberseite des Silizium-Chips mit darauf angeordneten Anschluss- 
elementen nach unten weist, und montiert den Chip in dieser Kopfuber-Stellung auf die An- 
tenne und das Antennensubstrat. Hierbei miissen die Anschlusselemente des Chips, welche 
20 sehr geringe Abmessungen aufweisen, mit hoher Prazision mit den Anschlusselementen der 
Antenne in Deckung gebracht werden. 
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Da sich die Antennensubstrate mit den Antennen ublicherweise auf breiten, flexiblen Bahnen 
mit einer Breite von ca. 500 mm wahrend des Smart Label-Herstellungsvorganges befinden, 
ist eine vorrichtungsaufwendige Roboterkonstruktion fur eine ortsgenaue Platzierung der 
5 Chips auf den Antennensubstraten erforderlich. Ublicherweise sind hierbei Platzierungsge- 
nauigkeiten in einem Bereich von 10 - 20 pm notwendig. 

Derartige Roboterkonstruktionen, die im Hochprazisionsbereich uber groftere Entfernungen 
hinweg arbeiten mussen, weisen zum einen eine hohe Zahl an Genauigkeitsfehlern auf und 
10 reduzieren zum anderen die Verarbeitungsgeschwindigkeit wahrend des Chipmontagevor- 

• ganges auf dem Antennensubstrat erhebiich. Dies hat wiederum eine Reduzierung der ge- 
samten Produktionsgeschwindigkeit bei der Herstellung von Smart Labels sowie hohe Her- 
stellungskosten zur Foige. 

15 Es ist bekannt, dass einzelne Modulbrucken ais uberbruckungsartige Verbindungen zwi- 

schen den gering dimensionierten Anschlusselementen der Chipnriodule und den Anschluss- 
elementen der Antenne eingesetzt werden. Derartige Modulbrucken weisen Kontaktleitungen 
auf, die sich von innen nach auften erstrecken. Die innenseitigen Enden sind mit einem auf 
der Modulbrucke angeordneten Chipmodul verbunden und die aufienseitigen Enden sind zur 

2 0 Kontaktierung mit den Anschlusselementen der Antenne vorgesehen. 

Urn Chipmodule mittels der Modulbrucken auf den Antennensubstraten anzuordnen, werden 

•die Chipmpdule in einem ortiich begrenzten kleinen Arbeitsfeld auf die Modulbrucken im 
Hochpra?isionsverfahren vormontiert, welche anschlieliend innerhalb eines grolien Arbeits- 

2 5 bereiches mit reduzierter Genauigkeit und hoher Geschwindigkeit auf die Antennensubstrate 

beziehungsweise die Antennen montiert werden- Die hierfur herkommlichenweise verwende- 
ten Modulbrucken bestehen aus hochpreisigen Kunststoffmaterialien und werden einzeln 
angefertigt, bevor eine Vormontage des Chipmoduls erfolgt 

3 0 Demzufolge liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, Modulbrucken fur Smart 

Labels zur Positionierung von Chipmodulen auf Trager zur Verfugung zu stellen, deren Her- 
stellung kostengunstig ist und schnell durchgefuhrt werden kann und die eine schnelle sowie 
einfache Hochprazisionsmontage der Chipmodule auf unterschiedlichen Tragern zulassen. 
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Diese Aufgabe wird erfindungsgemali durch die Merkmale des Patentanspruches 1 gefost. 

Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt darin, dass bei ModulbrQcken fur Smart Labels zur 
Positlonierung vori Chipmodulen auf Tragern und zur iiberbruckungsartigen Verbindung von 
5 Anschlusselementen der Chipmodule mit Anschlusselementen von auf oder In den Tragern 
angeordneten Antennenelementen eine Mehrzahl von ModulbrUcken auf einem Tragerband 
hinterelnander angeordnet slnd, wobei das Tragerband eine Mehrzahl von hinterelnander 
angeordneten Vertiefungen zur Aufnahme jeweils eines einer Modulbriicke zugeordneten 
Chipmoduls und die Anschlusselemente der Chipmodule uberdeckende Kontaktschichten 
10 mit gegenuber den Anschlusselementenabmessungen vergrolierte Abmessungen aufweist. 

• Durch die erfindungsgemafc einfache Ausbildung einer Vielzahl von ModulbrUcken auf dem 
Tragerband mittels der Kontaktschichten, die sich in einfacher Weise beispielsweise durch 
einen Druckvorgang Qber die zuvor angeordneten Chipmodule hinweg erstrecken, ist eine 
15 endlosbandartige schnelle und einfache Herstellung einer grofcen Menge von Modulbrucken 
moglich, ohne dass hierbei hohe Materialkosten anfallen. Vielmehr konnen als Tragerband- 
material kostengunstige Kunststoff- oder Papiermaterialien verwendet werden, die durch 
Anwendung entsprechender Umformtechniken, wie beispielsweise thermoplastisches Ver- 
formen oder einer Pragetechnik, dreidimensional geformt werden konnen. Diese Umform- 
2 0 technik kann ebenso schnell und einfach fortlaufend innerhalb einer Vorrichtung durchgefuhrt 
werden, wShrend sich das Tragerband fortbewegt oder kurzzeitig angehalten wird. 

•Die Ausbildung von Vertiefungen innerhalb des Tragerbandes ermoglicht das schnelle Ein- 
tetzen der Chipmodule mit ihren nach oben ausgerichteten Anschlusselementen, die vor- 
25 zugsweise von zwei parallel zueinander verlaufenden bandartigen Kontaktschichten, welche 
zwischen den Chipmodulen Unterbrechungen aufweisen, abgedeckt sind. Da die Kontakt- 
schichten groliere Flachenausdehnungen aufweisen als das Anschlusselement des einzel- 
nen Chipmoduls, ist eine Montage einer derartig ausgestalteten Modulbriicke auf den An- 
schlusselementen des Antennenelements, welche auf dem Trager, der als Antennensubstrat 
3 o ausgebildet sein kann, angeordnet sind, mit groBerer Ungenauigkeit moglich. Dies ergibt 
folglich vorteilhaft eine schnelle und einfache Montage der die Chipmodule enthaitenden 
Modulbrucken auf den Antennensubstraten innerhalb eines grolien Arbeitsfeldes. 



PATENTANWALT CHRISTIAN HANNKE 



MBR01-022-DEPT-I 



- 4 - 



Auch die bisher in einem kleinen Arbeitsfeld im Zusammenhang mit der Vormontage eines 
Chipmoduls auf einer Modulbriicke erforderliche Hochprazisionsarbeit ist mit einem derarti- 
gen Prazisionsgrad nicht mehr notwendig, da die Chipmodule auf einfache Weise in die Ver- 
tiefungen eingelegt und mit den Kontaktschichten einfach iiberdeckt werden. Der einfache 

5 Aufbau der Modulbriicken erweist sich auch als vorteilhaft bei ihrer Vereinzelung aus dem 
Tragerband, bei der beispielsweise durch einen Langsschneidevorgang in Tragerbandlangs- 
richtung oder durch Durchtrennen von noch verbleibenden Halbstegen in Tragerbandquer- 
richtung die einzelnen Modulbriicken einfach und schnell freigelegt werden konnen. Wesent- 
lich hierbei ist, dass zwischen den Chipmodulen sowohl das Tragerband, als auch die Kon- 

.0 taktschicht sich in Transportbreitenrichtung erstreckende Unterbrechungen aufweisen. 




Gemafi einer bevorzugten Ausf (ihrungsform sind auf den Kontaktschichten Klebstoffschich- 
ten zur klebenden Anbringung einzelner Modulbriicken auf den Tragern im Bereich der An- 
schlusselemente des Antennenelements angebracht. Die Klebstoffschichten bestehen vor- 
15 zugsweise aus zwei parallel zueinander in Tragerbandlangsrichtung veriaufende, bandartige 
Klebstoffschichten mit Unterbrechungen. die mit den Unterbrechungen innerhalb des Tra- 
gerbandes und der Kontaktschichten ortsabhangig ubereinstimmen. 

Alternate kbnnen die Kontaktschichten selbstklebend ausgebildet sein. Hierfiir konnen sie 
20 entvweder aus vorpolymerisiertem Epoxidharz mit darin enthaltenden Leitpartikeln Oder aus 
einem Heiftschmelzklebstoff mit darin enthaltenden Leitpartikeln bestehen. 

•Die Kontaktschichten bestehen aus einer ersten sich in Tragerbandrichtung erstreckenden, 
Undartigen Kontaktschicht, welche die ersten Anschlusselemente erster Anschlussseiten 
2 5 der Chipmodule abdeckt, und aus einer zweiten sich in Tragerbandlangsrichtung erstrecken- 
den, bandartigen Kontaktschicht, welche die zweiten Anschlusselemente zweiter Anschluss- 
seiten der Chipmodule abdeckt. Auf diese Weise ist ein schnelles Aufbringen der parallel 
zueinander verlaufenden beiden Kontaktschichten wahrend des Transports des Tragerban- 
des durch Bedrucken mit einer Silberpaste mSglich. Hierdurch werden vergrdlJerte An- 
3 0 schlussflachen fQr die Chipmodule erhalten. 
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GemaR einer bevorzugten Ausfiihrungsform werden die Chipmodule innerhalb der Vertie- 
fungen mittels Klebstoff angeordnet, so dass eine dauerhafte Verbindung zwischen dem 
Tragerband und den Chipmodulen besteht 

5 Vorzugsweise weisen die Vertiefungen eine ausreichende Tiefe auf, urn die Chipmodule 
derart darin anzuordnen, dass ihre Oberseiten und eine die Vertiefung umgebende Oberfla- 
che des Tragerbandes in einer Ebene liegen. Somit ist sichergestellt. dass die sich sowohl 
iiber die Oberseiten der Chipmodule als auch iiber die Oberflache des Tragerbandes hinweg 
" erstreckende Kontaktschichten einstuckig ohne ungewollte Unterbrechungen innerhalb einer 

10 Ebene erstrecken. 




Die Vertiefungen sind komplementar zu Aulienformen der darin aufzunehmenden Chipmo- 
dule geformt, urn eine optimale und passgenaue Platzierung der Chipmodule innerhalb des 
Tragerbandes sicherzustellen. Auf diese Weise kann durch Verwendung des entsprechen- 
1 5 den Werkzeuges das Tragerband derart verformt beziehungsweise gepragt werden, dass 
nahezu jede Art von Chipmodul darin positionierbar ist. Zudem findet wahrend des Einlegens 
des Chipmoduls in die ausgeformte Vertiefung eine Selbstzentrierung des Chipmoduls statt. 

Die Vertiefungen konnen wahlweise unterseitig mit jeweils mindestens einem Loch versehen 
20 sein, auf welcher das Chipmodul angeordnet ist. Eine derartige Lochstanzung wirkt sich vor- 
teiihaft bei einem fur den Klebstoff notwendigen Aushartevorgang auf, da hierdurch ein direk- 
tes Einwirken auf den Klebstoff, beispielsweise durch UV-Licht, ermoglicht wird. 

^^Weitere vorteilhafte Ausfiihrungsformen ergeben sich aus den Unteranspruchen. 
25 

Vorteile und ZweckmaUigkeiten sind der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit der 
Zeichnung zu entnehmen. Hierbei zeigen: 

Fig.-en 1 a - 1f sequenziell den Aufbau der erfindungsgemaBen Modulbrucken in einer 
30 Draufsicht; 



Fig. 2 



in einer schematischen Querschnittsansicht den Aufbau einer Modul- 
brucke einschliedlich einem Chipmodul; und 
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Pig 3 in einer schematischen Draufsicht das Positionieren einer erfindungs- 

gemalien Modulbriicke mit Chipmodul auf Anschlusselementen eines 
Antennenelementes. 

Die Figuren 1a - 1c zeigen jeweils in einer Draufsicht sequenziell den Aufbau der erfin- 
dungsgemaBen Modulbriicken. Ein in Fig. 1a dargestelltes Tragerband aus einem Kunst- 
stoff- und/oder Papiermaterial weist nach einer thermoplastischen Verformung, einem Pra- 
gungsvorgang und/oder Stanzvorgang hintereinander angeordnete Vertiefungen 2, die 

1 o DurchgangslScher aufweisen konnen, zur Auf nahme von Chipmodulen auf. Randseitig an- 
geordnete Lochreihen 3 dienen dazu, das Tragerband 1 mittels eines hier nicht gezeigten 
Transportelementes innerhalb einer Vorrichtung vorwarts zu bewegen. 

Zwischen den Vertiefungen 2 sind drei sich in Tragerbandbreitenrichtung erstreckende 
1 5 schlitzartige Unterbrechungen 4 innerhalb des Tragerbandes 1 angeordnet, die far das spa- 
tere Vereinzeln der Modulbriicken aus dem ModulbrQckenverbund vorteilhaft sind. 

In Fig. 1 c wird gezeigt, dass Chipmpdule 5 mit ersten und zweiten Anschlussseiten 5a und 
5b in die Vertiefungen 2 eingesetzt sind. Zur Fixierung der Chipmodule werden diese inner- 

2 0 halb eines in der Vertiefung 2 angeordneten Klebstoffdepots eingesetzt, wie es in Fig. 1 d 

durch das Bezugszeichen 6 gezeigt wird. Dieser Klebstoff ist mittels UV-Bestrahlung, Elek- 
tronenstrahl-Bestrahlung Oder thermischer Bestrahlung ausgehartet. 

^^Wie der Fig. 1e zu entnehmen ist, ist eine sich uber die erste Anschlussseite 5a der Chipmo- 

2 5 dule 5 erstreckende erste bandartige Kontaktschicht 7a angeordnet. Eine zweite Kontakt- 

schicht 7b erstteckt sich parallel zu der ersten Kontaktschicht 7a ebenso bandartig uber die 
zweite Anschlussseite der Chipmodule. Die Flachenabmessungen der Kontaktschichten 7a 
und 7b sind gro&er als die Abmessungen von Anschlusselementen der Chipmodule. 

3 o Sowohl die erste als auch die zweite Kontaktschicht 7a und 7b weisen Unterbrechungen 4 

auf, die deckungsgleich mit den Unterbrechungen des Tragerbandes 1 sind. Urn eine me- 
chanische und gegebenenfalls auch zusatzliche elektrische Verbindung der Modulbriicken 
10 mit Anschlusselementen eines Antennenelementes zu ermoglichen, weisen die hinterein- 
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ander angeordneten Modulbriicken 1 0 zwei parallel zueinander angeordnete bandartige 
Klebstoffschlchten 8a und 8b, wiederum mit Unterbrechungen 4, auf. 

In Fig. 2 wird In elner schematischen Querschnittsdarstellung eine erfindungsgemalie Mo- 
dulbrucke mlt dem Chlpmodul 5 gezelgt. Wie dleser Darstellung zu entnehmen ist, ist inner- 
halb der Vertlefung 2 des Tragerbandes 1 das Chipmodul 5 derart angeordnet, dass dessen 
Oberselte 5c in elner Ebene mit einer die Vertlefung 2 umgebende Oberflache 1a des Tra- 
gerbandes 1 ist Zusatzlich sind das Chipmodul 5 fixierende Klebstoffteile 9a und 9b ange- 
ordnet. 

Die Kontaktschichten 7a und 7b erstrecken sich Qber die andeutungsweise dargestellten 
Anschlusselemente 5d und 5e des Chipmoduls 5 und die Oberflache 1a des Tragerbandes. 

Vorteilhaft kann aufgrund dieses erfindungsgemaBen Aufbaus einer Modulbrucke eine Ver- 
15 biegung der Modulbrucke durchgefuhrt werden, ohne dass hierdurch der Kontakt zwischen 
den Anschlusselementen 5d, 5e und den Kontaktschichten 7a und 7b verloren geht. 

In Fig. 3 wird in einer schematischen Darstellung die Positionierung einer einzelnen Modul- 
briicke mit Chipmodul auf Anschlusselementen eines Antennenelementes gezeigt. Wie der 
20 Fig. 3 zu entnehmen 1st, wird aus dem Modulbruckenverbund eine einzelne Modulbrucke 10 
einschliefclich dem Chipmodul 5 und einem Tragerbandanteil herausgeschnitten und mit den 
Klebstoffschichten 8a und 8b hach unten gewandt auf Anschlusselemente 1 1 a und 1 1 b der 
^Antenne 11 aufgelegt und fixiert. Andeutungsweise wird ein Antennensubstrat 12 gezeigt. 



10 





2 5 Samtliche in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Bauteile und Merkmale sind sowohl 
einzeln als auch in Kombination als erfindungswesentlich zu betrachten. 



Bezugszeichenliste 

30 

1 Treigerband 

1a Oberflache des Tragerbandes 

2 Vertiefungen 
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3 


Lochreihen 


4 


schlitzartige Unterbrechungen 


5 


Chipmodule 


5a 


erste Anschlussseite 


5b 


zwelte Anschlussseite 


5c 


Oberseite des Chipmoduls 


5d, 5e 


Anschlusselemente des Chipmoduls 


6 


ausgeharteter Klebstoff 


7a 


erate bandartige Kontaktschicht 


7b 


zweite bandartige Kontaktschicht 


i 8a 


erste bandartige Klebstoffschicht 


( 8b 


zweite bandartige Klebstoffschicht 


9a, 9b 


Klebstoffanteile 


10 


Modulbriicken 


11 


Antennenelement 


11a, 11b 


Anschlusselement des Antennenelements 


12 


Antennensubstrat 



'I r. 
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Modulbrucken fur Smart Labels 




Patentanspruche 

Modulbrucken fur Smart Labels zur Positioning von Chipmodulen (5) auf Tra- 
gem (12) und zur uberbrQckungsartigen Verbindung von Anschlusselementen der 
Chipmodule (5) mit Anschlusselementen (1 1a. 1 1b) von auf oder in den Tragern (12) 
angeordneten Antennenelementen (11), 
dadurch geke n n ze i ch n et, dass 

eine Mehrzah. von Modulbruoken (10) auf einem Tragerband (1) hintereinander an- 
geordnet ist, wobei das Tragerband (1 ) eine Mehrzahl von hintereinander angeordne- 
. Lvertiefungen(2)zurAufnahmeiewei.seineseinerModulbrucke(10)zugeo^^^^ 

ten Chipmoduls (5) und Kontaktschlchten (7a, 7b); welche die Anschiusseiemente 
der Chipmodule (5) Oberdecken, mit gegenQber den Anschlusselementenabmessun- 
gen vergroBerten Abmessungen aufweist. 

2. Modulbriicken nach Anspruch 1, 
oo dadurch gekennzelchnetdass 

auf den Kontaktschlchten (7a. 7b) Kiebstoffschichten (8a, 8b) zur klebenden Anbnn- 
gung einzeiner Modulbrucken (10) auf den Tragern (12) im Bereich der Anschiuss- 
eiemente (1 1a, 1 1b) der Antennenelemente (1 1) angebracht s.nd. 

(. Modulbriicke nach Anspruch 1 , 

dadurch g eke n nze i c h n et, dass 
die Kontaktschlchten (7a, 7b) selbstklebend ausgebildet sind. 
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4. Modulbrucken nach einem der Anspriiche 1-3, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Kontaktschichten (7a, 7b) aus einer ersten sich in Tragerbandlaufrichtung ersfre- 
ckenden, bandartigen Kontaktschicht (7a), welche die ersten Anschlusselemente ers- 
5 ter Anschlussseiten (5a) der Chipmodule (5) abdeckt, und einer zweiten sich in Tra- 

gerbandlangsrichtung erstreckenden, bandartigen Kontaktschicht (7b), welche die 
zweiten Anschlusselemente zweiter Anschlussseiten (5b) der Chipmodule (5) ab- 
deckt, bestehen. 

10 5. Modulbrucken nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die ersten und zweiten bandartigen Kontaktschichten (7a, 7b) sich in Tragerbandbrei- 
tenrichtung erstreckende Unterbrechungen (4) zwischen den Chipmodulen (5) auf- 
weisen. 

15 

6. ModulbrQcken nach einem der Anspruche 2-5, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Klebstoffechichten (8a, 8b) aus zwei parallel zueinander in Tragerbandlangsrich- 
tung verlaufende. bandartige Webstoffschichten (8a. 8b) mit Unterbrechungen (4) be- 
20 stehen. 

7. Modulbrucken nach einem der vorangegangenen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Chipmodule (5) Innerhalb der Vertiefungen (2) mittels Klebstoff (9a, 9b) angeord- 
25~ netsind. 

8. Modulbriicken nach einem der vorangegangenen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Vertiefungen (2) eine ausreichende Tiefe aufweisen, urn die Chipmodule (5) der- 
30 art darin anzuordnen, dass ihre Oberseiten (5c) und eine die Vertiefungen (2) umge- 

bende Oberflache (1a) des Tragerbandes (1) in einer Ebene liegen. 
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9. ModulbrQcken nach einem der vorangegangenen AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Vertiefungen (2) komplementSr zu Aulienformen der darin aufzunehmenden 
Chipmodule (5) geformt sind. 

5 

1 0. ModulbrQcken nach einem der vorangegangenen AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Vertiefungen (2) unterseitig jeweils mindestens ein Loch aufweisen. 

10 11. ModulbrQcken nach einem der vorangegangenen AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Transportband (1) randseitig Lochreihen (3) zum Eingreifen von Transportele- 
menten aufweist. 

15 12. ModulbrQcken nach einem der vorangegangenen AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Tragerband (1) aus einem verformbaren Kunststoff- und/oder Papiermaterial be- 
steht. 
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ModulbrUcken fur Smart Labels 



Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ModulbrGcken fur Smart Labels zur Positionlerung von Chipmodulen (5) 
auf Tragern (12) und zur Qberbruckungsartigen Verbindung von Anschlusselementen der 
Ghlpmodule (5) mit Anschlusselementen (1 1a, 1 1b) von auf oder in den Tragern (12) ange- 
ordneten Antennenejementen (11), eine Mehrzahl von ModulbrUcken (10) auf einem Trager- 
band (1) hintereinander angeordnet 1st. wobei das Tragerband (1) eine Mehrzahl von hinter- 
einander angeordneten Vertiefungen (2) zur Aufnahme jeweils eines einer Modulbrucke (10) 
zugeordneten Chipmoduls (5) und Kontaktschichten (7a, 7b); welche die Anschlusselemente 
der Chipmodule (5) uberdecken, mit gegentiber den Anschlusselementenabmessungen ver- 
grollerten Abmessungen aufweist. 



(Fig. 2) 
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